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摘要(译)

本发明公开了一种有机电致发光显示器的封装方法，所述有机电致发光
显示器的后盖在所述发光区外围还包括包围所述发光区的至少一圈连续
的凸起；在基板的每个像素显示区表面覆盖有吸水保护层；则所述方法
包括：在后盖的发光区外围涂布封装胶；所述封装胶围绕所述发光区并
完整覆盖围绕所述发光区的至少一圈凸起；将涂有封装胶的后盖与基板
对位、压合，并固化所述封装胶。通过使用在发光区外围形成凸起的后
盖，可以保证后盖与基板之间所需的粘合强度，并大幅降低后盖与基板
之间的距离，增强OLED阻挡水汽氧气渗入的能力，通过进一步在像素显
示区上覆盖透明的吸水保护层，能够吸附已透入OLED内部的水汽，保护
有机功能层。
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